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(3) Keramikplatte fur Leistungshalbleiter-Module 

Bei beidseitig metallbeschichteten Keramikplatten fur 
Leistungshalbleiter-Module treten mitunter infolge thermi- 
scher Belastung Bruchftachen parallel zu den Plattenflachen 
auf. Um das zu vermeiden, besteht die Keramikplatte aus 
mehreren stumpf oder uberlappend aneinanderstoBenden 
Teilen oder sie weist entlang vorgegebener. senkrecht zu 
den Plattenflachen verlaufenden Sollbruchflachen Schlitze 
oder Kerben auf. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betriffi eine Keramikplatte fur Lei- 
stungshalbleiter-Module mil ciner beidseiiigen Metall- 
beschichiung (ETZ Band 107 (1986) Heft 5, Seite 208. 
209. Bild2und4). 

Solche Module bestehen aus wenigstens einem, mei- 
siens aber mcnreren Halbleiterchips und ihren An- 
schlussen. die aus dem Modulgehause herausgefiihrt 
sind. 

Halbleiterchips und Anschlusse sind auf einer beidsei- 
tig metallbeschichteten Keramikplatte montiert, welche 
diese Bauteile elektrisch isoliert, so daB auch mehrere 
Module auf einem gemeinsamen Kuhler zusammenge- 
schaltet werden konnen. 

Die Keramikplatte besteht in der Regel aus einer Alu- 
minium-Oxid-Keramik, deren Unterseite als thermi- 
scher Kontakt zum Kuhler dient, durch welchen die im 
Modul entstehende Warme abgefuhrt wird. 

Bei groBen Lastwechseln (starke Erwarmung und 
Wiederabkiihlung)eines solchen Moduls kann es infolge 
unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kera- 
mik und Metallbeschichtung vorkommen. daB die Kera- 
mikplatte parallel zu den Piattenflachen bricht, wie in 
Fig. 1 dargestellt, wodurch der mechanische Kontakt 
zwischen Halbleiterchip und Kuhler verlorengeht und 
der Modul deshalb unbrauchbar wird. Durch die Bestre- 
bungen. die Keramikplatten so dunn als nur moglich zu 
machen. verstarki sich die Befurchtung. daB dieses Fehl- 
verhalten in Zukunft noch haufiger auftreten wird. 

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, die Keramik- 
platte dahingehend zu verbessern. daB Briiche der in 
Fig. 1 gezeigten Art nicht mehr auftreten konnen und 
die Lastwechselfestigkeit insgesamt erhdht wird. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die im 
Anspruch 1 gcnannten Merkmale gelost. 

Durch die Zusammensetzung der Keramikplatte aus 
einzelnen Teilplatten bzw. durch die Vorgabe von senk- 
recht zu den Piattenflachen verlaufenden Sollbruchstel- 
!en werden Briiche parallel zu den Piattenflachen ver- 
mieden. Auf diese Weise kann eine mechanische Ablo- 
sung des Halbleiterchips vom Kuhler verhindert wer- 
den. 

Die Erfindung wird anhand der Figuren naher erlau- 
tert. Eszeigt 

Fig. 1 einen Querschnitt eines Leistungshalbleiter- 
Moduls. 

Fig. 2 eine aus stumpf aneinanderstoBenden Teilplat- 
ten gebildete Keramikplatte, 

Fig. 3 eine aus uberlappend aneinanderstoBenden 
Teilplatten gebildete Keramikplatte. 

Fig. 4 eine Keramikplatte mit schlitzfdrmigen L6- 
chern als Sollbruchlinien und 

Fig. 5 eine Keramikplatte mit Kerben als Sollbruchli- 
nien. 

Aus dem in Fig. 1 dargesteilten Querschnitt ist der 
Aufbau eines Leistungshalbleiter-Moduls ersichtlich. 
Auf einer Keramikplatte 1, die beidseitig mit einer Kup- 
ferbeschichtung 2 versehen ist. ist der eigentliche Halb- 
leiterchip 3 aufgelotet. Erforderliche Anschlusse 4 sind 
auf der Metallbeschichtung 2 und auf dem Halbleiter- 
chip 3 aufgelotet — 5. Diese Anordnung ist durch einen 
nicht dargesteilten Gehausedeckel abgeschlossen, aus 
dem die Anschlusse 4 herausgefuhrt sind. Die untere 
Metallbeschichtung 2 — die bei geringer thermischer 
Belastung des Moduls selbst als Kuhler wirkt — ist bei 
groBerer thermischer Belastung mit einem Kuhler 7 
verbunden. Bei groBeren thermischen Beiastungen kam 
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es dann bisweilen vor, daB die Keramikplatte 1 entlang 
einer Flache, die im Querschnitt durch die Bruchlinie 6 
dargestellt ist, auseinanderbrach. 

Dem kann jetzt dadurch begegnet werden. daB die 

5 Keramikplatte J. wie in Fig. 2 dargestellt, aus mehrcren, 
durch Trennschlitze geteilte Teilplatten 8 gebildet wird. 
die durch die beiderseitige Metallbeschichtung mecha- 
nisch zusammengehalten werden. Die Trennschlitze 
schlieBen dabei mit der Ebene der Metallbeschichtung 

io einen rechten Winkel ein. 

Hinsichtlich Spannungsfestigkeit kann die Keramik- 
platte 1 gemaB Fig. 3 dadurch verbessert werden, daB 
die Trennschlitze mit der Ebene der Metallbeschichtung 
einen spitzen Winkel einschlieBen, wodurch die Teilplat- 

15 ten9ein«*.ideruberlappen. 

Besser handhabbar. da nicht l^s mehreren Einzelteil- 
platten bestehend, ist eine Keramikplatte 1 gemaB 
Fig. 4. in welche entlang vorgegebener Sollbruchlinien 
schlitzformige Locher 10 eingearbeitet sind, die bei- 

20 spielsweise durch Laserstrahl-Schneidbrenner herge- 
stellt werden konnen. 

Eine einfachere Methode zeigt Fig. 5, wonach in die 
Keramikplatte 1 entlang den vorgegebenen Sollbruchli- 
nien Kerben 1 1 eingeritzt sind. 

25 Zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit und/ 
oder der Spannungsfestigkeit der metallbeschichteten 
Keramikplatte 1 konnen Fugen, Schlitze bzw. Kerben 
zwischen den Teilplatten mit Kunststoffmaterial ausge- 
fiillt sein. 

30 

Bezugszeichenliste/Spezialbegriffe 

1 Keramikplatte 

2 Metallbeschichtung 
35 3 Halbleiterchip 

4 AnschluB 

5 Lotschicht 

6 Bruchlinie 

7 Kuhler 

40 8 Teilplatten, stumpf aneinanderstoBend 

9 Teilplatten. uberlappend aneinanderstoBend 

10 Schlitzformiges Loch 

11 Kerbe 

45 Patentanspriiche 

1. Keramikplatte fur Leistungshalbleiter-Module 
mit einer beidseiiigen Metallbeschichtung, dadurch 

50 gekennzeichnet, daB die Keramikplatte (1) aus 
mindestens zwei Teilplatten (8, 9) besteht, die we- 
nigstens durch eine Sollbruchlinie gegeneinander 
abgegrenzt und durch die Metallbeschichtung (2) 
miteinander verbunden sind. 

55 2. Keramikplatte nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Sollbruchlinie von schlitzfdr- 
migen Lochern (10) gebildet ist. 

3. Keramikplatte nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Sollbruchlinie von Kerben 

60 gebildet ist. 

4. Keramikplatte nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Teilplatten (8) durch Trenn- 
schlitze vollig getrennt sind. 

5. Isoiierkeramikplatte nach Anspruch 4, dadurch 
65 gekennzeichnet, daB die Trennschlitze mit der Ebe- 
ne der Metallbeschichtung einen spitzen oder rech- 
ten Winkel einschlieBen. 

6. Keramikplatte nach Anspruch 1, dadurch ge- 
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kennzeichneudaB Fugen. Ldcheroder Kerben zwi- 
crhen den Teilplattcn mit Kunsistoffmasse gefiillt 
sind. 
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